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Abstract (en)
[origin: WO8803703A1] A resist structure used in fabricating microelectronic devices on a substrate by lithography includes three layers, a thick
planarizing layer (20) of a polymer material in contact with the substrate (12) and having a generally planar upper surface, a separating layer (26)
overlying the planarizing layer (20), and an imaging layer (28) of a resist material overlying the separating layer (26). The separating layer (26) is a
light transparent and electrically conductive material, preferably a mixture of indium oxide and tin oxide. An etched resist structure is formed on the
substrate (12) by defining and developing a pattern in the imaging layer (28), transferring the pattern to the separating layer (26), and transferring the
pattern to the planarizing layer (20).

Abstract (fr)
Une structure de réserve utilisée dans la fabrication de dispositifs multiélectroniques sur un substrat par lithographie comprend trois couches, une
couche épaisse de planarité (20) en un matériau polymère en contact avec le substrat (12) et ayant une surface supérieure généralement plane, une
couche de séparation (26) recouvrant la couche de planarité (20) et une couche d'imagerie (28) en un matériau de réserve recouvrant la couche de
séparation (26). La couche de séparation (26) est constituée en un matériau transparent à la lumière et électriquement conducteur, de préférence un
mélange d'oxyde d'indium et d'oxyde d'étain. La structure de réserve attaquée est formée sur le substrat (12) en définissant et développant un motif
dans la couche d'imagerie (28), en transférant le motif sur la couche de séparation (26) et en transférant le motif à la couche de planarité (20).
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